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Abstract of EP0599121 

The invention relates to a method for producing 
printed circuit boards with through-plated holes 
and very small solder lands, or no solder lands, 
around the through-plated holes. During the 
production of such printed circuit boards, 
especially in accordance with the Tenting 
method, there is a risk of the photographic film 
tearing off and etching medium penetrating into 
the metallised holes and damaging the metal 
sheathing. This can be avoided by producing a 
protective coating before the photographic film is 
applied. The invention is based on the aim of 
specifying a method in the case of which the 
advantages of the Tenting method can be 
maintained, but without a photographic film being 
used. This is achieved in that the printed circuit 
board (1) and the metallised holes (3) are 
provided with a protective film (4) which is 
resistant to alkaline etching medium but is 
soluble in acid. The protective film is then 
mechanically removed from the printed circuit 
board surface, and the printed circuit board is 
coated with photoresist (8). After coating and 
development of the photoresist (8), etching is 
carried out using an alkaline etching medium, 
and the photoresist coating (8) and the protective 
film (4) in the holes (3) are then removed by 
means of acid. 
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© Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Herstellen von durchkontaktierten Leiterplatten 
mit sehr kleinen Oder keinen Lotaugen um die 
Durchkontaktierungslocher. Bei der Herstellung der- 
artiger Leiterplatten, insbesondere nach dem Ten- 
ting-Verfahren, besteht die Gefahr, dafi die Fotofolie 
aufreiBl und Atze in die metallisierten Bohrungen 
eindringt und den Metallmantel beschadigt. Durch 
Erzeugen einer Schutzschicht vor dem Aufbringen 
der Fotofolie kann dieses vermieden werden. Die 
Erfindung hat sich zum Ziel gesetzt, ein Verfahren 
anzugeben, bei dem die Vorteile des Tenting-Verfah- 
rens beibehalten werden konnen, ohne daS jedoch 
eine Fotofolie verwendet wird. 

Dies geschieht dadurch, dafl die Leiterplatte (1) 
und die metallisierten Bohrungen (3) mit einem ge- 
gen alkalische Atze bestandigen, jedoch in Saure 
loslichen Schutzfilm (4) versehen werden. Der 
Schutzfiim wird dann von der Leiterplattenoberflache 
mechanisch entfernt und die Leiterplatte mit Fotolack 
(8) beschichtet. Nach dem Beschichten und Entwik- 
keln des Fotolackes (8) erfolgt das Atzen mit alkali- 
scher Atze und danach die Entfernung der Fotolack- 



schicht (8) und des Schutzfilms (4) in den Bohrun- 
gen (3) mittels Saure. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen von durchkontaktierten Leiterplatten mit sehr 
kleinen oder keinen Lotaugen urn die Durchkontak- 
tierungslocher. 

Bei der Herstellung von Leiterplatten mit sehr 
kleinen Lotaugen um die durchkontaktierten Boh- 
rungen besteht z.B. beim Fotofoliententing- Verfah- 
ren die Gefahr, daS die Kupferschicht aus den 
Bohrungen herausgeatzt wird und damit die Funk- 
tion der Platte gefahrdet ist. Zur Vermeidung die- 
ses Nachteils sind bereits unterschiedliche techni- 
sche Verfahrensweisen bekannt, wie z.B. das Me- 
tallresist- Verfahren. Durchkontaktierte Leiterplatten 
werden bisher uberwiegend in sogenannter Metall- 
resist-Technik, nicht aber im Tenting-Verfahren her- 
gestellt. Gegenuber dem Tenting-Verfahren, bei 
dem, wie aus DE 31 08 080 A1 bekannt, vor dem 
Atzschritt das Leiterbild, die Lotaugen und die 
Durchkontaktierungslocher der Leiterplatte mit Fo- 
tofolie abgedeckt werden, sind bei Anwendung der 
Metallresist-Technik mehr Galvanikschritte erforder- 
lich. Beim Tenting-Verfahren besteht die Gefahr, 
vor allem bei kleinen Lotaugen oder gar keinen 
Lotaugen, das die die Bohrungen abdeckende Fo- 
tofolie aufreiSt, dadurch Atze in die Durchkontaktie- 
rungsbohrungen eindringt, die die Kupfermetallisie- 
rung in den Durchkontaktierungsbohrungen abtragt 
und damit die Durchkontaktierung selbst zerstort. 
Um dies zu vermeiden, ist z.B. ebenfalls aus der 
DE 31 08 080 A1 bekannt, vor dem Aufbringen der 
Fotofolie und vor dem AtzprozeG die Durchkontak- 
tierungsbohrungen mit Siebdruckpaste zu fullen 
und damit gegen das Eindringen von Atze zu 
schutzen. 

Diese Methode ist aber relativ umstandlich und 
aufwendig. Aus der DE 39 17 923 A1 ist es auBer- 
dem bekannt, die Leiterplatte vor dem Beschichten 
mit Fotfolie in eine Losung einzutauchen, die auf 
alien Kupferflachen eine atzfeste Schutzschicht er- 
zeugt. Diese Schutzschicht wird anschlieBend von 
der Oberflache der Leiterplatte mit Ausnahme in 
den Durchkontaktierungsbohrungen wieder entfernt. 
Danach werden die Leiterbahnen und die Durch- 
kontaktierungsbohrungen der Leiterplatte mit einer 
Fotofolie abgedeckt. Die Leiterplatte wird dann ge- 
atzt und nach dem Atzen und dem Entschichten 
der Fotofolie wird die atzfest Schutzschicht in den 
Durchkontaktierungslochern wieder entfernt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, ein weiteres Verfahren zum Herstellen 
von durchkontaktierten Leiterplatten mit sehr klei- 
nen oder keinen Lotaugen anzugeben, bei dem die 
mit dem Aufbringen einer Fotofolie verbundenen 
Nachteile vermieden werden. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird gemaG der 
Erfindung dabei so verfahren, dal3 die Leiterplatte 
und die metallisierten Bohrungen mit einem gegen 
alkalische Atze bestandigen, jedoch in Saure losli- 
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chen SChutzfilm versehen werden, dafi der Schutz- 
film von der Leiterplattenoberflache mechanisch 
entfernt wird, daB nach dem Beschichten und Ent- 
wickeln des Fotolacks das Atzen mit alkalischer 

5 Atze erfolgt und danach die Fotolackschicht und 
der Schutzfilm in den Bohrungen mittels Saure 
entfernt werden. 

Anstelle von Saure kann auch jedes weitere 
geeignete Losungsmittel verwendet werden. 

10 Der Vorteil des Einsatzes von Fotolack gegen- 

uber Fotofolie liegt in geringeren Fertigungskosten 
bzw. in der Ausbeuteerhohung bei der Herstellung 
f einer Leiterbildstrukturen. 

Anhand der Ausfuhrungsbeispiele nach den Fi- 

75 guren 1 bis 6 wird die Erfindung naher erlautert. 

Figur 1 zeigt als Schnittdarstellung einen Teil 
einer Leiterplatte 1 mit einer Kupferbeschichtung 2, 
die sich auch im Innern der Bohrungen 3 fortsetzt. 
Durch Eintauchen einer solchen Leiterplatte z.B. in 

20 eine Imitatssollosung bildet sich auf alien Kupferfla- 
chen 2 der Leiterplatte 1 ein atzfester, jedoch in 
Saure loslicher Schutzfilm 4, wie in Figur 2 ange- 
deutet ist. Anschliefiend wird dieser atzfeste 
Schutzfilm 4 von der Oberflache der Leiterplatte 1 

25 z.B. durch Bursten wieder entfernt, bleibt aber in 
den Bohrungen 3 erhalten, wie Figur 3 zeigt. Da- 
nach wird die Leiterplattenoberflache mit einer Fo- 
tolackschicht 8 beschichtet (Figur 4) und nach dem 
Entwickeln des Fotolacks das Atzen mit alkalischer 

30 Atze vorgenommen (Figur 5). Danach wird die teil- 
weise in die Bohrungen an den Randern einge- 
drungene Fotolackschicht 2 und der Schutzfilm 4 in 
den Bohrungen 3 mittels Saure entfernt. Figur 6 
zeigt schlieBlich das Ergebnis des Verfahrens nach 

35 der Erfindung, d.h. die auBerhalb der Bohrung 3 
und seiner Lotrander weggeatzte Kupferschicht 7 
und die unversehrte durchkontaktierte Bohrung 3. 

Patentanspruche 

40 

1. Verfahren zum Herstellen von durchkontaktier- 
ten Leiterplatten mit sehr kleinen oder keinen 
Lotaugen um die Durchkontaktierungsbohrun- 
gen, 

45 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Leiterplatte (1) und die metallisierten 
Bohrungen (3) mit einem gegen alkalische 
Atze bestandigen, jedoch in Saure loslichen 
Schutzfilm (4) versehen werden, daB der 

so Schutzfilm (4) von der Leiterplattenoberflache 

mechanisch entfernt wird und diese mit Foto- 
lack beschichtet wird, daB nach dem Entwik- 
keln des Fotolacks das Atzen mit alkalischer 
Atze erfolgt und danach die Fotolackschicht (8) 

55 und der Schutzfilm (4) in den Bohrungen mit- 

tels Saure entfernt werden. 
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